
惠州回收XINLUDA信路达可上门

产品名称 惠州回收XINLUDA信路达可上门

公司名称 深圳市东域电子有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 全国各地都可回收

联系电话 158****7035 158****7035

产品详情

15.3 Tape Automated Bonding （TAB）卷带自动结合技术

Tape Automated Bonding （TAB）卷带自动结合是一种将多接脚大规模集成电路器（IC）的芯片（Chip）
，不再先进行传统封装成为完整的个体，而改用TAB载体，直接将未封芯片黏装在板面上。即采“聚亚
醯胺”（Polyimide）之软质卷带，及所附铜箔蚀成的内外引脚当成载体，让大型芯片先结合在“内引脚
”上。经自动测试后再以“外引脚”对电路板面进行结合而完成组装。这种将封装及组装合而为一的新
式构装法，即称为TAB法。
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